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Keksinndn kohteena on meneteima &lytarrarainan (W2) valmistamiseksi. Alytarraraina
kasittaa perakkaisia ja/tai vierekkaisia alytarroja (1), jotka kasittavat johdinkuvion (2) ja sii-
hen liitetyn piisirulle integroidun piirin (3). Menetelméssa piisirulle integroidun piirin (3) ja
alytarrarainan alytarran johdinkuvion (2) vélille muodostetaan séhkéinen kontakti siten, etta
alytarraan kiinnitetaan erillisesta kantorainasta (W1) erotettu rakenneosa (4), joka kasittaa
piisirulle integroidun piirin (3). Rakenneosa (4) kasittad lampémuovautuvaa materiaalia,
jolla se kiinnitetdan alytarraan (1).

Uppfinningen avser ett férfarande for att tillverka en bana (W2) av intelligenta, sjalvhaftande
etiketter. Banan av intelligenta, sjalvhaftandeetiketter omfattar efter och/ eller bredvid
varandra liggande intelligenta, sjélvhéftande etiketter (1), vitka omfattar ett ledningsménster
(2) och en darmed ansluten, pa en chips integrerad krets (3). | férfarandet bildas en elektrisk
kontakt mellan den pa en chips integrerade kretsen (3) och ledningsménstret (3) pa en
intelligent, sjalvhaftande etikett pd banan av intelligenta, sjalvhaftande etiketter sa, att pa
den intelligenta, sjalvhaftande etiketten fastes en fran en sarskild barbana (W1)skilt kompo-
nent (4), som omfattar den pa en chips integrerade kretsen (3). Komponenten (4) omfattar
ett termoplastiskt material, med vilket den fastes pa den intelligenta, sjalvhaftande etiketten
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1
Alytarraraina, menetelméa sen valmistamiseksi, menetelméa kantorainan
valmistamiseksi ja alytarrarainan alytarran rakenneosa

Taman keksinndn kohteena on menetelmat alytarra- ja kantorainan
valmistamiseksi ja alytarraraina ja alytarrarainan alytarran rakenneosa.
Alytarraraina kasittaa perakkaisia ja/tai vierekkaisia alytarroja, jotka k-
sittavat johdinkuvion ja siihen liitetyn piisirulle integroidun piirin. Mene-
telmassa alytarrarainan valmistamiseksi piisirulle integroidun piirin ja
alytarrarainan alytarran johdinkuvion valille muodostetaan séhkoinen
kontakti siten, ettd alytarraan kiinnitetédan erillisestd kantorainasta ero-
tettu rakenneosa, joka kasittaa piisirulle integroidun piirin.

Tassd hakemuksessa kaytetdan suomenkielisten termien rinnalla su-
luissa englanninkielisia termejd, koska vakiintunutta alan suomenkie-
listd termist6a ei ole.

Piisirulle integroidun piirin kiinnittdmiseksi siten, etta se on séhkdisessa
kontaktissa johdinkuvion kanssa, tunnetaan menetelmia piisirun suo-
raksi kiinnittdmiseksi kaantdsirutekniikalla, tai piisiru voidaan kiinnittda
siten, ettd dlytarraan liitetaan erillinen rakenneosa, jonka pinnalle piisiru
on Kiinnitetty.

Julkaisusta US 5,810,959 tunnetaan menetelma, jossa alusta ja piisiru
kiinnitetddn anisotrooppisesti johtavan, lammollda kovetettavan side-
aineen avulla kayttden hyvaksi lampda ja puristusta.

Julkaisusta US 5,918,113 tunnetaan menetelma, jossa piirilevylle si-
joitetaan anisotrooppisesti johtavaa sideainetta, joka kasittda termo-
plastista tai lampdkovettuvaa hartsia ja siihen dispergoitua johtavaa
jauhetta. Sideainekerros pehmennetddn ja puolijohdesiru kiinnitetdén
siihen [Ammon ja paineen avulia.

Julkaisusta US 5,918,363 tunnetaan menetelma, jossa piikiekolle muo-
dostetut integroidut piirit tarkastetaan toimivuuden suhteen, toimiville
integroiduille piireille levitetaan valitayttd ja piisirut erotetaan toisistaan.
Valitayttd voi kéasittda termoplastista ainetta. Taman jalkeen piisirut lii-



10

15

20

25

30

35

112121
2

tetddn kayttbkohteeseensa siten, ettd valitayttd levida sahkdoisten lii-
tosten ymparille.

Julkaisusta US 5,936,847 tunnetaan elektroniikkapiiri, jossa alustan ja
piisirun valissa on valitaytdon muodostava sahkda johtamaton polymee-
rikerros. Polymeerikerroksessa on aukkoja sdhkoisia kontakteja varten.
Alustassa on myods aukkoja, joiden kautta ruiskutetaan johtavaa poly-
meerid sahkoisen kontaktin muodostamiseksi alustan ja piisirun valille.

Julkaisusta US 6,040,630 tunnetaan piisirun Kiinnitys, joka on my0s
tarvittaessa irrotettavissa. Alustan, jolla johdinkuvio on, paalle on ase-
tettu lampOomuovautuva kalvo, jossa on aukot piisirun nystyjen kohdal-
la. Lampdmuovautuva kalvo muodostaa valitayton piisirulle ja kalvoa
lammitettdessa se yhdistaa piisirun ja johdinkuvion.

Julkaisusta US 6,077,382 tunnetaan menetelma, jossa piirilevylle si-
joitetaan anisotrooppisesti johtavaa, lammolla kovetettavaa sideainetta
ja piirilevyd lammitetdan lampdtilaan, joka on sideaineen kovettumis-
lampédtilaa alhaisempi. Puolijohdesiru asetetaan paikalleen ja kiinnite-
tdan 1ammon ja paineen avulla.

Kaantdsirutekniikkaan perustuvien menetelmien haittapuolia ovat mm.:

- valmistuslinja on monimutkainen, kallis ja hankala jatkokehityksen
kannalta, koska kaikki toiminnot on integroitu samalle linjalle, ja

- piisirun asettaminen alytarralle vaatii asettamiseen kaytetylta ty6-
kalulta pitkdn liikeradan ja samalla piisirun erittdin tarkan kohdis-
tuksen oikeaan paikkaan.

Alytarraan voidaan my®és liittd4 erillinen rakenneosa, joka kéasittaa kal-
vomateriaalin pinnalle kiinnitetyn piisirulle integroidun piirin. S&dhkéinen
kontakti piisirulle integroidun piirin ja alytarran johdinkuvion vélille muo-
dostetaan siten, etté erillisen rakenneosan kalvomateriaalin pinnalla on
sdhk6a johtava kerros, joka on yhteydessa piisirun kanssa ja joka ker-
ros saatetaan johdinkuvion kanssa kontaktiin dlytarran valmistuksen
yhteydessa liittamalla liuskamainen rakenneosa kummastakin paas-
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tdan johdinkuvioon, ts. rakenneosa on irrallaan alytarrasta péidensa
véliseltd alueelta. Rakenneosa kiinnitetddn Aalytarran sille puolelle,
jonka vastakkaisella puolella johdinkuvio on siten, etta piisiru on alytar-
raa vasten.

Edella mainittujen menetelmien ongelmia ovat mm.:

rakenneosan kiinnitysteknologiat ovat kehittyméattémia ja monimut-
kaisia,

pitkat prosessiajat, jotka nykyisin kaytettdvat materiaalit vaativat,
ja joiden vuoksi ei saavuteta merkittdvéda nopeuseroa kaantosiru-
tekniikkaan verrattuna,

prosessien hitaudesta johtuen yksittdiset prosessivaiheet suoritta-
vat linjat tulevat suhteellisen monimutkaisiksi ja kalliiksi,

mekaaniset rakenneosien liitostekniikat, kuten puristusliitokset, ra-
joittavat materiaalivalintoja sekd saattavat my6s aiheuttaa luotet-
tavuusongelmia,

erdissd olemassaolevissa dlytarroissa rakenneosan etdisyys
johdinkuviosta ja samalla piisirulle integroidun piirin etéisyys joh-
dinkuviosta muuttuu taivutuksen myo6ta, koska rakenneosa ei ole
kokonaan kiinni dlytarrassa, jolloin sdhkéisen varahtelypiirin taa-
juuteen vaikuttava hajakapasitanssi muuttuu, ja

alytarran rakenne on paksuhko, josta on haittaa jatkojalostusvai-
heissa.

Keksinn6n mukaisilla menetelmilld ja alytarrarainalla ja rakenneosalla
edelld mainittuja ongelmia voidaan vahentdd. Keksinn6n mukaiselle
menetelmalle alytarrarainan valmistamiseksi on tunnusomaista, etta
rakenneosa kasittda lampdmuovautuvaa materiaalia, jolla se kiinnite-
taan alytarraan.
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Keksinndn mukaiselle menetelmélle kantorainan valmistamiseksi on
tunnusomaista, ettd kantoraina kasittda lampémuovautuvaa materiaa-
lia, jonka pinnalle piisirulle integroitu piiri kiinnitetaan.

Keksinnén mukaiselle alytarrarainalle on tunnusomaista, etta rakenne-
osa kasittda lampdmuovautuvaa materiaalia, jolla se on kiinnitetty
alytarraan.

Keksinndn mukaiselle rakenneosalle on tunnusomaista, etta se kasit-
tdd lampdémuovautuvaa materiaalia, jolla se on kiinnitettdvissa alytar-
raan.

Lampdmuovautuvien materiaalien kayttdminen tarjoaa mm. seuraavat
edut:

lampdmuovautuvat (thermoplastic) materiaalit ovat lAmmoén avulla
toistuvasti muokattavissa,

- ei tarvita lampdkovettuville (thermosetting) materiaaleille ominais-
ta aikaavievad kemiallista prosessia, vaan kiinnittdminen voidaan
tehda nopeasti,

- materiaalit ovat suhteellisen helposti raatalditavissa ja suhteellisen
halpoja suurina ering, ja

- mahdollistavat lAmpdkovettuvia materiaaleja alhaisemmat proses-
sointilampdtilat.

Erillisen rakenneosan kayttaminen tarjoaa mm. seuraavat edut:

- piisirun Kiinnitysprosessi on riippumaton johdinkuvion (circuitry
pattern) koosta ja geometriasta,

- piisirun poimiminen piikiekolta ja asettaminen kantorainalle on
yksinkertainen ja nopea prosessi, koska kaantdtytkalulta vaadi-
taan vain lyhytta liikkerataa,
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- koska rakenneosa on kooltaan pieni, siind voidaan kayttaa kalliim-
pia, mutta ominaisuuksiltaan parempia materiaaleja, kuten pa-
remmin lamp06a kestavia tai mittapysyvampia materiaaleja, ja

- rakenneosan liittAminen &lytarraan voidaan tehdd suuremmilla
toleransseilla kuin piisirun suora liittaminen &lytarran johdinku-
vioon.

Keksinnén mukaisella menetelmalla saavutetaan mm. seuraavat edut:

-  tehokas ja luotettava tuotanto,

- tuotteen luotettavuus ja kestavyys riittava,

- kiintedt ja muuttuvat kustannukset alytarrarainaa kohden minimis-
sa,

- joustava tuotantoteknologia, ja

kehityspotentiaalia on jaljella.

Alytarroilla tarkoitetaan tdssd hakemuksessa tarroja, jotka kasittavat
RF-ID -piirin (identification) tai RF-EAS -piirin (electronic article surveil-
lance). Alytarraraina muodostuu perakkaisten ja/tai vierekkaisten aly-
tarrojen jonosta. Alytarra voi olla valmistettu joko painamalia johdinku-
vio kalvolle sédhkoda johtavalla painovérilla, sydvyttdmalla johdinkuvio
metallikalvolle, meistamalla metallikalvosta johdinkuvio tai kdamimalla
johdinkuvio esimerkiksi kuparijohdosta. Alytarran sdhkdisesti toimiva
RFID-piiri (radio frequency identification) on yksinkertainen sahkoéinen
varahtelypiiri (RCL-piiri), joka toimii tietylld taajuudella. Piirin muodos-
tavat kela, kondensaattori ja piisirulle integroitu piiri. Integroitu piiri k&-
sittdd saattomuistin ja RF-osan, joka on jarjestetty hoitamaan kommu-
nikoinnin lukijalaitteiston kanssa. Myds RCL-piirin kondensaattori voi
olla integroituna piisirulle. Alytarrarainan materiaali on taipuisaa, mutta
silti sopivan jaykkyyden omaavaa materiaalia, kuten polykarbonaattia,
polyolefiinia, polyesterid, polyeteenitereftalaattia (PET), polyvinyyliklo-
ridia (PVC) tai akryylinitriili/butadieeni/styreeni —kopolymeeria (ABS).
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Piikiekko (wafer) toimitetaan kaytettdvéaksi liitosprosesseissa yleensa
siten, etta piisirut ovat erilleen irrotettuina kehyksen kannattaman kan-
tokalvon paalla. Yksittaiset piisirut irrotetaan prosessissa tyontamalla
sirua mekaanisesti kantokalvon alta ja tarttumalla siihen kaantétyoka-
lulla (die bonder, die sorter) alipaineimua hyvaksi kayttden vastakkai-
selta puolelta.

Lampdmuovautuvilla materiaaleilla tarkoitetaan materiaaleja, jotka ovat
muovattavissa lammén avulla. LampOmuovautuva materiaali voi olla
raaka-aineena nestemaisessa muodossa tai kalvona, edullisesti se on
kalvoa.

Lampoémuovautuvilla (thermoplastic) kalvoilla tarkoitetaan kalvoja, joi-
den pinta saadaan toiseen pintaan tarttuvaksi lammén avulla, mutta
jotka huoneenlampdtilassa ovat oleellisesti tarttumattomia. Lampo-
muovautuvia kalvoja voidaan myds lammittda useaan kertaan tarttu-
vuuden oleellisesti karsiméatta.

Lampdmuovautuva kalvo voi olla anisotrooppisesti séhkda johtava
lampdémuovautuva kalvo (anisotropic conductive film, ACF) tai sahk6a
johtamaton kalvo (non-conductive film, NCF). Lamp&muovautuvaa kal-
voa kaytettdessa vilitayttéa (underfill) ei tarvita, koska lampdémuovau-
tuva kalvo muodostaa riittdvan joustavan alustan piisirulle. Sahkoa
johtamatonta lamp6muovautuvaa kalvoa kaytettdessa sdhkodisen kon-
taktin luotettavuus on hieman alempi kuin anisotrooppisesti sdhkoda
johtavan kalvon tapauksessa, mutta kuitenkin riittdva. Oleellisesti sa-
moja prosessiolosuhteita voidaan kayttaa seka anisotrooppisesti johta-
ville ettd sdhk6a johtamattomille lampémuovautuville kalvoille. Esi-
merkkind lAmpémuovautuvista kalvoista voidaan mainita esimerkiksi
3M:n [Ampémuovautuvat, anisotrooppisesti johtavat kaivot 8773 ja
8783 (Z-Axis Adhesive Films 8773 and 8783). Kalvoissa on johtavia
partikkeleita siten, ettd se johtaa sdhk6a vain kalvon paksuussuunnas-
sa eli johtavuutta ei ole kalvon tason suunnassa. Lampdmuovautuva
kalvo saadaan virtaavaan muotoon lAmmdn ja paineen avulla. Jaah-
tyessdan lampdmuovautuva kalvo kiteytyy ja antaa sidokselle mekaa-
nista lujuutta. LAmmolIA kovettamista ei tarvita. La&mpomuovautuva
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kalvo voi olla esimerkiksi polyesteria tai polyeetteriamidia. Johtavat
partikkelit, joiden koko on tyypillisesti 7-50 ym, voivat olla esimerkiksi
hopealla paallystettyja lasipartikkeleita. Lampémuovautuvan kalvon
paksuus on tyypillisesti 20-70 ym. Lampémuovautuva kalvo on
yleensa muodostettu irrokepaperin tai vastaavan pinnalle. Irrokepaperi
voidaan irrottaa kalvosta kalvon lammityksen yhteydessa tai sen jal-
keen.

Keksinndn mukaisessa menetelmédssa ensin valmistetaan kantoraina,
joka ké&sittda perusrainan ja perusrainan pinnalla lAmpdémuovautuvaa
materiaalia. Perusraina voi olla samaa materiaalia kuin dlytarraraina-
kin. Perusrainan pinnalle on muodostettu rakenneosia varten johdin-
metallointi. Perusrainan sille puolelle, jolla johdinmetalloinnit ovat, kiin-
nitetddn lampémuovautuvaa materiaalia. LAmpémuovautuvan mate-
riaalin, joka edullisesti on lamp&muovautuva kalvo, pinnalle kiinnitetdan
perakkain ja/tai rinnakkain piisirulle integroituja piireja kaantdsirutek-
niikkaa (flip-chip) hyvaksikayttden. Koska kantorainasta muodostetta-
van rakenneosan dimensiot ovat pienet, piisiruja voidaan asettaa kan-
torainalle suhteellisen tiheasti ja nain ollen ei tarvita pitkia liikeratoja
piisirun kiinnittamisessa. Riittdvan tarkka kohdistus lyhyilla liikeradoilla
on helpommin toteutettavissa kuin piisirua suoraan johdinkuvioon liitet-
tdessd, vaan piisirun paikka voi vaihdella suuremmissa vaihtelurajois-
sa.

Yleensa lampOmuovautuva kalvo laminoidaan perusrainaan lammon
ja/tai paineen avulla. Piisirut poimitaan piikiekolta kaantétyokalulla ja
asetetaan lampdmuovautuvan kalvon pinnalle jatkuvatoimisesti. Kun
piisiru asetetaan paikalleen, perusrainan ja lampdmuovautuvan kalvon
kasittavaa rainaa lammitetdan vastakkaiselta puolelta, mille siru ase-
tetaan, jotta siru kiinnittyy kevyesti rainalle ennen lopullista kiinnitta-
mista. On myds mahdollista, ettd lampdmuovautuva kalvo on tarpeeksi
tarttuvassa muodossa laminoinnin jalkeen, jolloin piisiru voidaan kiin-
nittdd ilman samanaikaista lammitystd. Taman jalkeen piisiru kiinnite-
taan lopullisesti [Ammon ja/tai paineen avulla. Samalla voidaan 1ampo-
muovautuvan kalvon pinnalle laminoida irrokeraina, mutta se ei aina
ole tarpeen. Sirun kiinnitys voidaan suorittaa loppuun lammoén ja/tai
paineen avulla esimerkiksi lampdvastuksen tai lampovastuksien sarjan
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tai kahden telan muodostamassa nipissé, jossa nipin muodostavista
vastinpinnoista ainakin toinen on lammitettdva ja ainakin toinen on
joustava.

Edelld mainitun nipin lisaksi nippi voidaan my®ds muodostaa kenkéatelan
ja sen vastatelan vilille. Lamp&muovautuvaa kalvoa voidaan myds
lammittdd mikroaalloilla, jolloin kalvoa voidaan kuumentaa selektiivi-
sesti samanaikaisesti kohdistaen painetta sidokseen (materiaalit, jotka
on seostettu selektiivisilla lisdaineilla kuumenevat mikroaaltokentassa).

Seuraavassa vaiheessa kantorainasta erotetaan piisirulle integroidun
piirin kasittavia rakenneosia, jotka kiinnitetaan alytarroja kasittavan rai-
nan &lytarran johdinkuvioon. Rakenneosa kiinnitetdan sille puolelle
alytarraa, jolla johdinkuvio on siten, ettd lAmpdmuovautuva kalvo ja pii-
siru ovat kontaktissa alytarran kanssa ja perusrainan puoli jaa raken-
neosan ulkopinnaksi. Rakenneosa on oleellisesti kokonaan kiinni aly-
tarrassa, jolloin saavutetaan luotettava liitos. Liitettdessa lammitetaan
alytarrarainan alytarran sitd kohtaa, johon rakenneosa Kiinnitetdan tai
rakenneosaa lammitetaan, jolloin pinnat saadaan toisiinsa tarttuviksi.
Lopullinen rakenneosan kKiinnittdminen tapahtuu 18mmén ja/tai paineen
avulla vastaavissa prosessiolosuhteissa kuin piisirun kiinnittdminenkin.
Samanaikaisesti rakenneosan Kiinnittdmisen kanssa voidaan joko la-
minoida alytarrarainan molemmin puolin muut kerrokset samanaikai-
sesti rakenteeseen tai jattda kerrokset pois ja kayttaa nippia vain liitok-
sen aikaansaamiseksi. On myds mahdollista kaynnistda jonkin
limakerroksen ristisilloittuminen useampia kerroksia samanaikaisesti
yhdistettdessa luotettavamman laminointituloksen tai jaykemman ra-
kenteen aikaansaamiseksi.

Kun rakenneosan lampémuovautuvana materiaalina kaytetdan aniso-
trooppisesti sdhkéa johtavaa lampdmuovautuvaa materiaalia, voidaan
rakenneosan anisotrooppisesti sdhkda johtava materiaali ja alytarran
johdinkuvio eristdé toisistaan, jotta oikosulkuvaaralta valtytadn. Tama
on mahdollista seuraavilla tavoilla:

- alytarran johdinkuvion pinnalle painetaan eriste siihen kohtaan, jo-
hon rakenneosa mydhemmin kiinnitetaan,
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- rakenneosan pinnalle laminoidaan sopivaan kohtaan eristava
kalvo, tai
- anisotrooppisesti sahkda johtavaa materiaalia raataldidaan
esimerkiksi kalvomuotoisena siten, etta johtavia partikkeleita on
vain siind kohdassa, missé ne sahkdisen kontaktin kannalta ovat
tarpeen.

Kantorainan valmistaminen ja adlytarrarainan valmistaminen voi tapah-
tua samassa prosessissa tai ne voivat olla erilliset prosessit.

Seuraavassa keksint6a selostetaan tarkemmin viittaamalla oheisiin ku-
viin, joissa

kuva 1 esittaa keksinndn mukaista alytarrarainaa ylhaalta pain kat-
sottuna,

kuvat 2-3 esittavat eraitd keksinnén mukaisia prosesseja alytarrarai-
nan valmistamiseksi, ja

kuva 4 esittdd rakenneosan rakennetta poikkileikkauksena.

Kuvassa 1 on esitetty keksinnén mukainen alytarraraina W2, joka ka-
sittaa yksittaisia alytarroja 1 perakkain jatkuvana jonona. Alytarra 1 ka-
sittda johdinkuvion 2 ja piisirulle integroidun piirin 3, joka on Kiinnitetty
erillisen rakenneosan 4 pinnalle. Johdinkuvion 2 ja piisirulle integroidun
piirin 3 valille on muodostettu sahkdinen kontakti. Rakenneosa 4 ka-
sittdd perusrainan 4b, lampémuovautuvan kalvon 4a ja lampdmuo-
vautuvan kalvon pinnalle kiinnitetyn piisirulle integroidun piirin 3 (esi-
tetty kuvassa 3). Rakenneosa 4 Kiinnitetdan alytarraan 1 siten, etti se
on oleellisesti koko toisen puolen pinta-alaltaan kiinnitetty alytarraan 1
lAmpOmuovautuvan kalvon avulla. Piisirulle integroitu piiri 3 jaa alytar-
ran 1 ja kiinnitysalustansa valiin. Lampdmuovautuva kalvo voi olla
anisotrooppisesti sédhkda johtava kalvo tai sahkéa johtamaton kalvo.
Mikali kaytetddn sahkoa johtamatonta kalvoa, pitda joko rakenneosas-
sa 4 ja/tai alytarran johdinkuviossa 2 olla nystytys sahkoisen kontaktin
aikaansaamiseksi. Nystytys voidaan suorittaa ennen lAmp&muovautu-
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10
van kalvon laminointia samalla tuotantolinjalla kuin piisiru liitetdan
kantorainalle W1 siten, ettd rakenneosan 4 paiden kohdalle muodos-
tetaan sopiva nystytys, joka voi olla materiaaliltaan sopivaa metallia.
Edullisimmillaan tassa prosessivaiheessa muodostetaan Kkultalanka-
bonderilla ns. stud bumpit.

Kuvissa 2a, 2b ja 3 on esitetty eraitad alytarrarainan valmistusproses-
seja. Kuvissa 2a ja 2b on esitetty tilanne, jossa ensin kuvan 2a mukai-
sessa prosessissa valmistetaan kantoraina W1 erikseen ja sen jalkeen
kuvan 2b mukaisessa prosessissa valmistetaan alytarraraina W2. Ku-
vassa 3 taas kantorainan W1 ja élytarrarainan W2 valmistus on inte-
groitu samaksi prosessiksi.

Kuvien 2a ja 3 mukaisissa prosesseissa kantorainan W1 perusraina
aukirullataan rullalta 5 ja lampdmuovautuva kalvo aukirullataan rullaita
6. LampOmuovautuva kalvo voi olla anisotrooppisesti séhkda johtava
kalvo (ACF) tai sahk6a johtamaton kalvo (NCF). Perusraina ja lamp6-
muovautuva kalvo yhdistetdan toisiinsa nipissd N1, jonka muodosta-
vista vastinpinnoista ainakin toinen on lammitettava. Lampdmuovautu-
van kalvon irrokeraina kiinnirullataan rullalle 7.

Piikiekolta, joka on erotettu yksittaisiksi piisiruiksi, poimitaan yksittdinen
piisiru, joka asetetaan perusrainan ja lampdmuovautuvan kalvon ka-
sittdvalle rainalle kiinnitystydkalulla 9. Tyypillisesti nopeus piisirun poi-
mimisessa piikiekolta on noin 200 ms. Samalla rainaa lammitetaan
lammittimella 8 siltd kohdalta, mutta rainan vastakkaiselta puolelta, jo-
hon piisiru asetetaan. Rainan lammittdminen aiheuttaa sen, etta 1am-
pémuovautuva kalvo tulee tarttuvaksi ja nain piisiru voidaan Kiinnittaa.
Edullisesti lampomuovautuva kalvo lammitetdaan 80-105°C:n lamp6éti-
laan.

Piisirulle integroidun piirin 3 lopullinen kiinnittdminen tapahtuu [Amp6-
vastuksella tai sarjalla I&mpdvastuksia 10. Tall6in Iampémuovautuva
kalvo lammitetdédn edullisesti 140-150°C:n lampédtilaan. Vaihtoehtoi-
sesti kantoraina W1 voidaan johtaa nippiin, jonka vastinpinnoista aina-
kin toinen on lammitettava. Edullisesti nippi on kovien telojen muodos-
tamaa nippi@ pitempi nippi. Nippi voi olla esimerkiksi termotelan ja
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joustavan telan muodostama nippi N1, jolloin paine pinta-alayksikkda
kohden on pienempi kuin vastaavassa kovassa nipissa. Toinen nipin
muodostavista vastinpinnoista voi my@s olla kenkatela. On myés mah-
dollista, ettd lammitys tapahtuu ennen nippia, jolloin alytarran johdinku-
vion ja piisirulle integroidun piirin valilld oleva lampdmuovautuva kalvo
lammitetddn esimerkiksi mikroaalloilla. Lampdmuovautuvaan kalvoon
on talloin seostettu lisdaineita, jotka kuumenevat mikroaalloilla. Mikro-
aalloilla lammityksen jalkeen kantoraina W1, jolle piisirulle integroitu
piiri on asetettu, johdetaan prosessivaiheeseen, joka kohdistaa pai-
netta liitospinnalle. On myds mahdollista, ettd mikroaalloilla [Ammitta-
minen ja paineen kohdistaminen liitospinnalle tapahtuu yhtdaikaisesti.

Voima, joka liitokseen kohdistetaan, on edullisesti 200-800 g/ liitos
riippumatta siitd, mitd edelld mainituista painetta liitokseen kohdista-
vista menetelmista piisirun lopulliseksi kiinnittmiseksi kaytetdan. Tyy-
pillisesti kiinnittdamiseen vaadittava prosessiaika on noin 2 sekuntia.
Koska yksittaisen rakenneosan mitta on 10-20 mm, késittelypituus tuli-
si olla noin 200 mm, jotta ei rajoitettaisi 200 millisekunnin sykliaikaa,
joka kuluu piisirun poimimiseen piikiekolta ja asettamiseen paikalleen
lampbmuovautuvan kalvon pinnalle.

Kuvien 2a tai 3 mukaisiin prosesseihin voidaan my@s yhdistda ohuen,
sahkoa eristavan kalvon laminointi rakenneosan 4 paalle (ei esitetty
kuvissa), jolloin tdma kalvo toimii eristeena johdinkuvion 2 ja piisirun 3
valissa. Kohdasta, mihin tulee sahkoinen kontakti, kalvo voidaan pois-
taa esimerkiksi stanssaamalia.

Valmis kantoraina W1 kiinnirullataan rullalle 15 (kuva 2a) ja siirretaédn
seuraavaan prosessiin (kuva 2b) tai johdetaan eteenpain prosessissa
(kuva 3). Kuvan 2b mukaisessa prosessissa rulla 15 aukirullataan.
Kantoraina W1 erotetaan leikkurilla 11 yksittaisiksi rakenneosiksi 4.
Alytarroja 1 késittdvd raina aukirullataan rullalta 13. Annostelija
(dispenser) 12 asettaa rakenneosat 4 kohdistetusti dlytarroja kasittavan
rainan alytarran 1 pinnalle. Rakenneosat 4 voivat olla my6s valmiiksi
erotettuina kantokalvon pinnalla. Annostelijat 12 ovat sindnsa tunnet-
tuja. Kantorainasta W1 rakenneosia 4 erotteleva annostelija tunnetaan
mm. erikois- ja turvapainokoneista, joissa sybtetdan turvanauhoja, ho-
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12
logrammeja tai folioita. Mikéli taas rakenneosat 4 ovat erotettuina kan-
tokalvon pinnalla, voidaan soveltaa tekniikkaa, joka tunnetaan mm. eti-
kettien annostelusta.

Rullalta 13 aukirullattavaa rainaa lammitetaan samalla, kun annostelija
12 asettaa rakenneosan 4 alytarralle 1. Mikali kaytettdva lAmpdmuo-
vautuva kalvo on sahkda johtamatonta lampémuovautuvaa kalvoa, pi-
tad rakenneosassa 4 tai alytarran johdinkuviossa olla nystytys, jolla
saadaan aikaan sdhkdinen kontakti piisirun ja johdinkuvion vélille. Mi-
kali alytarroja 1 on useampi rinnakkain, jokaiselle rinnakkaiselle alytar-
rojen jonolle pitda edullisesti olla oma annostelijansa. Rakenneosan 4
lampdmuovautuva kalvo 4a tarttuu kiinni alytarraan 1 ja piisirulle inte-
groitu piiri 3 jaa alytarran 1 ja lampdmuovautuvan kalvon 4a valiin. Ra-
kenneosa 4 yhdistetaan lopullisesti nipissa N2. Nippi N2 voi olla yksit-
tainen nippi, kuten kuvassa on esitetty, tai se voi olla sarja nippeja.
Edullisesti nipin muodostavista vastinpinnoista ainakin toinen on lam-
mitettava ja ainakin toinen on joustava. Valmis alytarraraina W2 rulla-
taan rullalle 14.

Kuvassa 4 on esitetty rakenneosan 4 poikkileikkaus. Rakenneosa ka-
sittaa piisirulle integroidun piirin 3, lAmpdmuovautuvaa kalvoa 4a ja pe-
rusrainasta muodostetun kerroksen 4b. Kerroksen 4b silld pinnalia,
jolle lAmpémuovautuva kalvo 4a on kiinnitetty, on rakenneosan johdin-
metallointi.

Edella selostettu ei ole keksintéa rajoittavaa, vaan keksinté voi vaih-
della patenttivaatimusten puitteissa. Kantorainan ja alytarrarainan val-
mistusprosessit voivat muodostaa yhden jatkuvatoimisen prosessin tai
ne voivat olla erilliset prosessit. Alytarrarainan valmistusprosessia voi-
daan jatkaa siten, etta &lytarrarainan pinnalle liitettdvat muut kerrokset
litetadn samassa prosessissa, jopa niin, ettd liittAminen suoritetaan
samanaikaisesti rakenneosan lopullisen kiinnittdmisen kanssa. On
my6s mahdollista, etta piisiru kiinnitetdan vain kevyesti kantorainalle ja
piisirun lopullinen kiinnittdminen tapahtuu vasta siind vaiheessa, kun
rakenneosa kiinnitetdan lopullisesti dlytarraan. Talldin prosessista tulee
yksinkertaisempi ja luotettavampi, koska piisiru ei joudu moneen ker-
taan esimerkiksi lammolle, puristukselle tai taivutukselle alttiiksi. Lam-
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pdmuovautuva materiaali ei valttdmatta ole kalvomuodossa, vaan se
voi olla raaka-aineena, ennen rainalle levittamista, esimerkiksi neste-
mainen. Padasia tassa keksinndssa on, etta piisirulle integroitu piiri
voidaan liittda alytarraan yksinkertaisesti ja luotettavasti erillisen raken-
neosan osana.
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Patenttivaatimukset:

1. Menetelma alytarrarainan (W2) valmistamiseksi, joka alytarraraina
kasittda perakkaisia ja/tai vierekkaisia alytarroja (1), jotka kasittavat
johdinkuvion (2) ja siihen liitetyn piisirulle integroidun piirin (3), ja jossa
menetelméassa piisirulle integroidun piirin (3) ja alytarrarainan alytarran
johdinkuvion (2) valille muodostetaan sahkdinen kontakti siten, ettd
alytarraan kiinnitetaan erillisesta kantorainasta (W1) erotettu rakenne-
osa (4), joka kasittaa piisirulle integroidun piirin (3), tunnettu siita, etta
rakenneosa (4) kasittdd lampémuovautuvaa materiaalia, jolla se kiin-
nitetdan alytarraan (1).

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmd, tunnettu siita, ettad
lAampémuovautuva materiaali on lampémuovautuva kalvo (4a).

3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta
lampdmuovautuva kalvo (4a) on anisotrooppisesti sahkbéa johtava
kalvo tai sdhkoa johtamaton kalvo.

4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta
annostelija (12) on jarjestetty asettamaan rakenneosia kohdistetusti
alytarralle (1).

5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen meneteima, tunnettu siita, etta
rakenneosa (4) kiinnitetddn alytarraan (1) oleellisesti kokonaan silta
puolelta, milla lAmpdmuovautuva kalvo (4a) on.

6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen meneteima, tunnettu siita, etta
alytarraa (1) lammitetddn rakenneosan (4) kiinnityskohdalta siten, etta
[Ampdémuovautuva kalvo (4a) saadaan alytarraan tarttuvaksi.

7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta
alytarraraina (W2), joka kasittaa alytarroja (1), joihin rakenneosa (4) on
kiinnitetty, johdetaan kasiteltdvaksi lammon ja/tai paineen alaisena.

o~
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8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta
lAmmolla ja paineella Kkasittely on yhtdaikainen tai perakkainen
kasittelyvaihe.

5 9. Patenttivaatimuksen 7 mukainen menetelmé, tunnettu siita, etta
alytarraraina (W2) yhdistetadn muihin rainakerroksiin samalla, kun sita
kasitellaan lammodn ja paineen alaisena.

10. Patenttivaatimuksen 7 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta

10  Alytarraraina (W2) kasitellddn IlAmmoén ja paineen alaisena nipissa
(N2), jonka muodostavista vastinpinnoista ainakin toinen on joustava ja
ainakin toinen on lammitettava.

11. Patenttivaatimuksen 7 mukainen menetelmd, tunnettu siita, etta

15  alytarraraina (W2) kasitellaan lammdn ja paineen alaisena siten, etta
lampomuovautuva kalvo (4a) lammitetdan ensin mikroaalloilla ja sen
jalkeen alytarrarainaan (W2) kohdistetaan painetta.

12. Alytarraraina (W2), joka kasittad perakkaisia ja/tai vierekkaisia

20  alytarroja (1), jotka késittavat johdinkuvion (2) ja siihen liitetyn piisirulle

integroidun piirin (3), joka on Kiinnitetty alytarraan erillisestd kantorai-

nasta (W1) erotetun rakenneosan (4) avulla, tunnettu siita, etta raken-
neosa (4) kasittda lampomuovautuvaa materiaalia, jolla se on kiinni-

. tetty alytarraan.

. 25
13. Patenttivaatimuksen 12 mukainen alytarraraina, tunnettu siita,
etta lampdmuovautuva materiaali on anisotrooppisesti sahkoa johtava,
lampdmuovautuva kalvo (4a).

30 14. Patenttivaatimuksen 13 mukainen alytarraraina, tunnettu siita, etta
rakenneosa (4) ja johdinkuvio (12) on eristetty toisistaan siten, ettd ne
ovat toistensa kanssa sahkgisessa kontaktissa vain tarkoin méaaratyista
kohdista.

35 15. Patenttivaatimuksen 12 mukainen alytarraraina, tunnettu siita,
ettd lampOmuovautuva materiaali on sahkda johtamaton, lampdmuo-
vautuva kalvo (4a).
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16. Menetelma kantorainan (W1) valmistamiseksi, josta on erotettavis-
sa rakenneosia (4), jotka kasittavat piisirulle integroidun piirin (3), ja
joka kantoraina kasittda sen pinnalle kiinnitettyja perakkaisia ja/tai vie-

5  rekkaisia piisirulle integroituja piireja (3), tunnettu siita, ettd kantoraina
kasittda lampbémuovautuvaa materiaalia, jonka pinnalle piisirulle inte-
groitu piiri (3) kiinnitetaan.

17. Patenttivaatimuksen 16 mukainen menetelmd, tunnettu siita, etta
10  lampdmuovautuva materiaali on lAmp&émuovautuva kaivo (4a).

18. Patenttivaatimuksen 17 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta
lampomuovautuva kalvo (4a) laminoidaan yhteen perusrainan (4b)
kanssa ennen piisirulle integroitujen piirien (3) kiinnittamista.

15
19. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen 16-18 mukainen menetelma,
tunnettu siita, ettd piisirulle integroidut piirit (3) kiinnitetaan lopullisesti
lAmmdn ja/tai paineen avulla.

20 20. Patenttivaatimuksen 18 mukainen meneteima, tunnettu siita, ettd
rakenneosat (4) nystytetdan ennen kuin lampdmuovautuva kalvo (4a)
laminoidaan yhteen perusrainan (4b) kanssa.

21. Alytarrarainan (W2) alytarran (1) rakenneosa (4), joka kasittaa pii-
. 25 sirulle integroidun piirin (3), tunnettu siita, etta rakenneosa (4) kasittaa
lAampdmuovautuvaa materiaalia, jolla se on kiinnitettdvissa alytarraan

(1).

22. Patenttivaatimuksen 21 mukainen rakenneosa, tunnettu siita, etta
30 lampdmuovautuva materiaali on anisotrooppisesti séhk6a johtava kalvo
tai sahkda johtamaton kalvo.

.....
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Patentkrav:

1. Forfarande for att tillverka en smartetikettbana (W2), vilken smart-
etikettbana omfattar efter och/eller bredvid varandra liggande smart-
etiketter (1), vilka omfattar ett ledningsménster (2) och en darmed
ansluten, pa en chips integrerad krets (3), och i vilket férfarande mellan
den pa en chips integrerade kretsen (3) och ledningsménstret (2) av en
smartetikett pd smartetikettbanan bildas en elektrisk kontakt sa, att pa
smartetiketten fastes en fran en séarskild barbana (W1) skilt komponent
(4), som omfattar den péa en chips integrerade kretsen (3), kédnneteck-
nat av att komponenten (4) omfattar ett termoplastiskt material, med
vilket den fastes pa smartetiketten (1).

2. Forfarande enligt patentkrav 1, kdnnetecknat av att det termo-
plastiska materialet &r en termoplastisk film (4a).

3. Forfarande enligt patentkrav 2, kdnnetecknat av att den termo-
plastiska filmen (4a) ar en anisotropisk eliendande film elier en oledan-
de film.

4. Forfarande enligt patentkrav 1, kédnnetecknat av att en doserings-
anordning (12) ar anordnad att placera komponenter pa ett riktat satt
pa smartetiketten (1).

5. Foérfarande enligt patentkrav 4, kdnnetecknat av att komponenten
(4) fastes pa smartetiketten (1) vasentligen i sin helhet pa den sida, pa
vilken den termoplastiska filmen (4a) befinner sig.

6. Forfarande enligt patentkrav 5, kdnnetecknat av att smartetiket-
ten (1) varmas vid komponentens (4) fastpunkt sa, att den termoplas-
tiska filmen (4a) blir haftande till smartetiketten.

7. Forfarande enligt patentkrav 6, kdnnetecknat av att smartetikett-
banan (W2), som omfattar smartetiketter (1), vid vilkka komponenten (4)
ar fast, leds for att behandlas under varme och/eller tryck.

P
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8. Forfarande enligt patentkrav 7, kdnnetecknat av att behandlingen
med varme och tryck ar samtidiga eller efter varandra foljande behand-
lingsskeden.

9. Forfarande enligt patentkrav 7, kdnnetecknat av att smartetikett-
banan (W2) sammanfogas med andra banskikt samtidigt, nar den
behandlas under varme och tryck.

10. Férfarande enligt patentkrav 7, kdnnetecknat av att smartetikett-
banan (W2) behandlas under varme och tryck i ett nyp (N2) som bestar
av anliggningsytor, av vilka atminstone en ar flexibel och atminstone en
ar upphettbar.

11. Forfarande enligt patentkrav 7, kdnnetecknat av att smartetikett-
banan (W2) behandlas under varme och tryck sa, att den termoplas-
tiska filmen (4a) upphettas forst med mikrovagor och darefter smart-
etikettbanan (W2) utsétts for tryck.

12. Smartetikettbana (W2), som omfattar efter och/eller bredvid var-
andra befintliga smartetiketter (1), vilka omfattar ett ledningsmonster
(2) och en darmed ansluten, pa en chips integrerad krets (3), som ar
fast p4 smartetiketten med hjélp av en fran en sarskild barbana (W1)
skilt komponent (4), kdnnetecknad av att komponenten (4) omfattar
ett termoplastiskt material, med vilket den &r fast pa smartetiketten.

13. Smartetikettbana enligt patentkrav 12, kdnnetecknad av att det
termoplastiska materialet ar en anisotropisk elledande termoplastisk
film (4a).

14. Smartetikettbana enligt patentkrav 13, kdnnetecknad av att kom-
ponenten (4) och ledningsmonstret (12) ar separerade fran varandra
sa, att de ar i en elektrisk kontakt med varandra enbart vid exakt
bestamda stallen.

15. Smartetikettbana enligt patentkrav 12, kdnnetecknad av att det
termoplastiska materialet &r en oledande termoplastisk film (4a).
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16. Forfarande for tillverkning av en barbana (W1), fran vilken kan
separeras komponenter (4), vilka omfattar en pa en chips integrerad
krets (3), och vilken barbana omfattar pa dess yta fasta, efter och/eller
bredvid varandra befintliga, pa en chips integrerade kretsar (3), kdnne-
tecknat av att barbanan omfattar ett termoplastiskt material, pa vars
yta den pa en chips integrerade kretsen (3) fastes.

17. Foérfarande enligt patentkrav 16, kdnnetecknat av aft det termo-
plastiska materialet dr en termoplastisk film (4a).

18. Forfarande enligt patentkrav 17, kdannetecknat av att den termo-
plastiska filmen (4a) lamineras tillsammans med en basbana (4b) foére
fastningen av de pé en chips integrerade kretsarna (3).

19. Forfarande enligt nagot av patentkraven 16—18, kédnnetecknat av
att de pa en chips integrerade kretsarna (3) fastes slutgiltigt med hjélp
av varme och/eller tryck.

20. Forfarande enligt patentkrav 18, kdnnetecknat av att komponen-
terna (4) férses med ledknottror fére den termoplastiska filmen (4a)
lamineras tillsammans med basbanan (4b).

21. Komponent (4) av en smartetikett (1) pa en smartetikettbana (W2),
vilken komponent omfattar en pa en chips integrerad krets (3), kdnne-
tecknad av att komponenten (4) omfattar ett termoplastiskt material,
med vilket den kan fastas pa smartetiketten (1).

22. Komponent enligt patentkrav 21, kannetecknad av att det
termoplastiska materialet ar en anisotropisk ellendande film eller en
oledande film.
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